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报告简介

CCL是将电子玻纤布或其他增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而成的一种板状材料，是印

制电路板(PCB)制造的核心基材，承担着电气互连、绝缘支撑和信号传输的基础功能。从产业链位置看，

CCL处于PCB产业上游，其技术性能直接决定PCB的电气特性、机械强度、耐热性和可靠性，产品形态从

传统的FR-

4标准材料向高频高速、高导热、高可靠性、无卤环保等特种材料持续升级。作为典型的技术密集型和资

本密集型产业，CCL行业的发展与5G通信、人工智能、新能源汽车、高端消费电子等下游应用的技术迭

代深度绑定，其高端化、特种化水平直接关系到电子信息产业的供应链安全和创新支撑能力。

当前，我国CCL产业正处于规模优势巩固与高端突破攻坚的关键阶段，国产替代与结构升级同步推进。在

产业规模方面，我国已成为全球最大的CCL生产国和消费国，产能占比超过七成，普通FR-

4产品竞争激烈，但在高频高速覆铜板、IC封装基板材料、高端挠性覆铜板等特种材料领域，日本(松下、

三菱瓦斯、住友)、中国台湾(台光、联茂、台耀)企业仍占据技术和市场份额优势，内资企业(生益科技、

南亚新材、华正新材等)在追赶中取得阶段性突破;在技术能力方面，内资企业在无铅兼容、无卤环保、中

高Tg等常规高端产品领域实现量产，但在超低损耗(Df小于0.001)、高导热(大于5W/mK)、高频毫米波(7

7GHz以上)、IC封装载板用BT树脂/ABF材料等前沿领域，在树脂配方、玻纤布处理、铜箔粗糙度控制等

核心技术方面仍有差距;在下游应用方面，5G基站和服务器带动高速材料需求，新能源汽车电控系统带动

高导热材料需求，但高端智能手机用类载板材料、AI算力芯片用封装基板材料仍主要依赖进口。与此同

时，行业面临下游PCB行业价格竞争向上游传导、原材料(铜箔、树脂、玻纤布)价格波动剧烈、高端产品

研发投入大周期长、环保能耗约束趋严等多重挑战，部分中低端产能面临出清压力。

展望未来，CCL产业的发展将深度嵌入算力基础设施建设和终端应用高端化进程，呈现出\"材料高频高速

化、导热高功率化、封装基板材料突破、绿色低碳化\"的演进趋势。在技术演进层面，AI服务器和高速通
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信对超低损耗(Very Low Loss/Ultra Low

Loss)材料的需求将爆发，改性环氧树脂、PPE/PPO树脂、碳氢树脂等体系的配方优化和工艺适配是关键;

新能源汽车800V高压平台和SiC器件应用将驱动高导热、高耐压材料需求升级;IC封装基板材料(BT树脂、

ABF增层材料、玻璃基板)的自主化将成为突破重点，以支撑先进封装和Chiplet技术发展。在应用拓展层

面，AI算力基础设施建设将带动服务器用高速CCL需求持续增长，5G-

A/6G通信演进将拓宽毫米波频段应用，新能源汽车\"三电\"系统和智能驾驶域控制器将创造高可靠、高

导热材料增量市场，高端消费电子的轻薄化多功能化将推动挠性覆铜板和刚挠结合板材料创新。在制造

能力层面，树脂合成和配方设计的自主化将提升产品一致性和差异化能力，精密涂布、真空压合、在线

检测等工艺控制将强化高端产品良率，智能制造和数字化管理将优化成本和响应速度。在产业组织层面

，具备树脂合成能力和客户协同开发经验的内资企业将在高端领域实现份额突破，产业链向上游树脂、

铜箔、玻纤布延伸将增强供应链安全和成本竞争力，与PCB企业、终端设备企业的联合研发将加速产品

导入。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据

了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、

全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及C

CL行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国CCL行业的供需状况、发展现状、子行业发展变

化等进行了分析，重点分析了国内外CCL行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、

行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了CCL行业的整体发展动态，对行业在产

品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于CCL产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入

该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国CCL行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业

的发展壮大有学术和实践的双重意义。 本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。
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